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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zaprasza do złożenia ofert 

w postępowaniu prowadzonym pn.:

„Zakup 12 dysków model AC76: 2TB, 7,2k, 2,5, w celu rozbudowy
 macierzy IBM Storwize V5010 wraz z ich instalacją i konfiguracją” 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup 12 dysków model AC76, w celu rozbudowa macierzy IBM 

Storwize V5010, o następujących parametrach: 

 pojemności: 2TB; 

 prędkości obrotowej: 7200 obr/min; 

 rodzaju obudowy: 2,5”;

wraz z ich instalacją i konfiguracją w RAID 6 z hot spare.

2. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zapisami umowy, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zaproszenia.

3. Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia, 
należy przesłać do dnia 15.09.2021r. na adres: informatyka@warszawa.lasy.gov.pl.

4. Termin realizacji: 40 dni od daty podpisania umowy.

5. Oferta powinna być aktualna minimum 14 dni kalendarzowych. W tym terminie zostanie 

podjęta decyzja dotycząca wyboru oferenta i zostanie podpisana umowa na realizację 

zamówienia.

6. Głównym kryterium wyboru oferenta będzie cena.

7. Przesłanie oferty cenowej będącej odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie Zobowiązuje 

kupującego do zawarcia z jednym z oferentów umowy.

mailto:rdlp@warszawa.lasy.gov.pl


-2-

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa
Tel.:+48 22 517 33 00, fax: +48 22 517 33 61, e-mail: rdlp@warszawa.lasy.gov.pl    www.warszawa.lasy.gov.pl

8. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów za czas i materiały przeznaczone na 

przygotowanie oferty.

9. Sprzedający składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego 

i nie wnosi zastrzeżeń.

Z poważaniem,
Robert Jaśkiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
/podpisano elektronicznie certyfikatem 
kwalifikowanym/

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
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